为AI高速互连量产护航：稳定、精准、高效的测试方案
来源：电科思仪
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近年来，AI计算平台持续演进，推动PCB种类、数量、材料与层数不断增加，柜内高速互连也由高速铜缆转向高速印制电路板。高价值AI GPU与ASIC芯片对可靠性要求极高，促使高速板从抽测转为必测，海量引脚、过孔与传输线的阻抗、插损测试需求随之激增。与此同时，传输速率由112G向224G演进，测试带宽向67GHz延伸。

面对PCB高频、高密度与微孔化的演进趋势，电科思仪与合作伙伴推出覆盖阻抗测试与插损测试、最高频率可至145GHz的解决方案，助力客户应对PCB信号完整性测试难题。
插损手动测试解决方案

（1）易用量产：软件界面简洁、布局清晰，支持脚踏板，自动生成测试报告。
（2）算法齐备：支持Dk、Df及表面粗糙度提取，支持频率范围至40GHz、1-4线（1、2、5、10英寸或其他组合）的Delta-L 4.0计算。
（3）精准可靠：通过优化拟合算法策略，获得更好的高频测试效果；大样本测试GRR公差<10%@16GHz；与标称数据对比，Df提取精度达到千分之五以内。
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阻抗手动测试解决方
（1）高效量产：软件支持脚踏板，可定制自动生成测试报告。
（2）实时质控：实时阻抗数据测试，量产阶段阻抗偏差控制在±5%以内，结果上传MES系统，实现数字化质量监控。
（3）高频快验：最高支持145GHz频段矢量网络分析仪，支持超短（亚毫米级分辨率）、高速PCB的快速验证，阻抗精度1%。
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（1）极速高效：基于毫秒级运动机构响应，实现2.4秒扎针速度的高效作业；双组探头设计，单端与差分同步进行，测试效率提升一倍。
（2）无损精测：微牛级力度精准调控，实现无损测试，无痕率90%以上；微米级精准定位，杜绝误测漏测，高效适配高密度HDI板及芯片级精密测试；优化探针就近接地高频设计，短线测试阻抗偏差控制在±0.5Ω以内。
（3）简易降本：测量/校准全程软件操作，界面友好、简单，降低探针损耗与培训成本。
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从插损到阻抗，从手动到自动，电科思仪以覆盖阻抗与插损的一体化测试能力，为AI高速互连量产提供稳定、精准、高效的质量保障。
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